Ci

Ly

180573

wiki B ORIA DESCRIPwLVA
de la F-tente de invencifn, por U eros, sallcltaas a Iavor
Ge U0U ALTUre &5 & KR4 4 L uel S0l, de naclonsllidac sapaiola,
resitence en wu-rcelona, calle de Ue. Jusn de wmitg, 179, port
# Lk PROCEUD GBSO PArdd Ld PAplCACIUN UE PLACAS DE MAIERIAL

BluCeRICAmmy s ALBLANIE A BASE DX I-LCA ",

La P-tente de invencifn s que e reliere ia presente memo=
Tl& (eSCriptlveé estd wesilnnaa & garauelzar ia proviedad Yy
ei derecnt s iz expiotacld. excLusiva de un nuevo procedimiento
sara La Tauvricscidn de piacas de uaterias aisiante Para  1a
eieciricitaa, 3 wase e mle8, MLECES (Que luegod se utlilzan como
recubrimiento 218i3ute o0 se rousliormaa, con 10€én%lco fin, en
srandelzsg, GLBCOE U piezag e Lo contigurscida convenlente en
causa Casve

Se couoce ya y S€ praculcs .8 fsvricscidn de DPpincas de JLla
indicada olase, perd ditriciluente reunen: nquelliasg caracteris =
tlcas (Que S€ Preclissga el 4Lns w@lSWAS8 Para el cowplewv y towas
Cuweeluv 3 Yue €Sudu Uesgiinauss. was DLacas de mics ue Que Se
Srouwg nduy U6 L8SULUBY wecAnlcauuente resisientes, un tanto rie -
X1plies, insiberauies pacra el cewdr scitre Limites cuanio mds one

PL10S wejul vy dBGUTALmerne, sieidctricas en apsoiuto, aun



20

25

35

40

45

180373
-2 =

cuando se hallen = una temperatura un tanto elevada, es declr, en
todo cuanto lo permite l1a constitucidn fntims de las mismase

Lag placas obtenidas de acuerdo con el procediniento de gque se
trata rednen aquellas condiciones y al propilo tiempo presentan
la ventaja de que se consiguen por mesdios sencillos y corrientes,
sin perjuicio slguno para el 2specto econdmico de su fabricacién.

El procedimiento de que se trata consiste en primer t€rmino en
la praparacién de la mica gque se ha de utilizsr, gue comprende,
en primer término, el deshojade ée 18 misma y luego su limpieza en
el sentido de sep>rar de las laminillas 0 escamas que se obtienen,
todo cuerpo extrafio o simplemente el polvo que lusego habrfs de ser
perjudicial para el producto fabricado. E1 deshdjado de referencia
se lleva a cabo 2 msno, perc puelden emplearse as{ mismo medios me
chnicos cuya realizecin puede variar sin limktacién de ninguna
egpacig.

Parg 1a formacifn de las placas se dispone sobre une plancha
metdlica nerfectamente plans y pulimentada unsa ﬁoja de papel sobre
la que se extiende una copa de lsg citadag laminillas de mica,
operacién que por lo general se realiza a mano para conseguir que
aguella resulte lo méds uniforme posible. Se oubre dichs capa de
laminillas de mica con uns materis adherente de composicidn varia=-
ble, peroc gque presente las caracteristicas de ser resistente al
calor y alislante de la electricidad. ©Se esgtablece a continuacidn
una nueva caps de mica y asf! sucesivemente alternando las capas
de mics® con las de nmaterias sdherente hagta alcasnzar el ndmero de
lzs mismas que se precise sezfin seaz el espesor de la Placa sue se
quiera fabricar. Sobre 1la ultima, que serd de materia adherente
se dispone otra hoja de papel.

La placa formada en principio de la manera dicha se dispone

en una prensa en la que por la accién combinada de 12 presién y
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el calor se consigue, en un tiempo prevismente @stablecido, el
andurecimiento de 1o materia adherente y con ello la formacién
de una placa de gran resistencia mecﬁnica/un tanto flexible, capaz

-de goportar temperaturas relativamente elevadss sin desintegrarse

50

¥y de un alto grado dielédctrico no slterable con la temperatura;
pero esta parte del procedimiento que se describe presenta una
Particulsridad sumamente importante y que constituye precisamente
la caracter{stica primordial del procedimiento que se describe
¥ es 1la de dicho proceso de coecidn %bajo presidén se reasliza en
55 dos fases consecutivas: en 1la primera ia presién ds de unos

50 kgs. por om? ¥ la teiperatura no rebasa los 902; pero a aste
. primer periodo sigue un segundo en el que la temperaturs se eleva
hasta 1602 y 1z presifn se incrementa hasta alcanzar los 100 kgs,
vor cm?,

60 Lz duracidn de cada.uno ds los dos perfodos que comprende la

-

coccidn de las placas es de un factor vwariable en funcién de las
caracterfsticas'especial@ente de resistencia mecdnica y da fle -
xibilidad, que hayan de presentar las placas que se fabriquen que,
en determinados casos, podrin vasriar sagdn sea el destino y apli =-
65 cacidn que a las mismas se 4, y asl mismo depende de la compo-
gsicifn del material adherente que se utilice.
Lsg placass, a la salida de 1la prensa, pueden facultativamente
ser objeto de un laminado o calandirado en frio o en caliente ¥y
de las operaciones de pulimentacién y acabado que aconseje el des -
7C tino que lag mismseg tengan.
En caso conveniente podrd prescindirse dé la hoja de papel de
una o de smbas cgrag de lag placas fabricadas.
Las mdquinas y aparatos que se utilicen en la realizacidn de
este procedimiento serdn variables, esvecialmente por 1o Que se
75 refiere al sistema de calefaccidn que se adopte en las prensas que

ge Hbtilicen,.
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En cuanto a las placas fabricadas podran ser de cualquier
formas y variargn en sus dimensiones y en su espesor. Ademds serd
independiente del propic procedimiento cuanto se refiera a las
operaciones de trangformacidm a que se someten las referidas pla-
cas para la obtencidn de arandelas, discos o piezas de cualqguier
otra configuracibn conveniente.

Por ultimo serd variable cuanto no altere, csmbie o modifique

12 esencielidad del objeto de ls Patemte descrita,

wwmmmwmees N O T A —ceeew-- -
Se reivindica como objeto de esta Patentel-
18,=Un procedimiento parzs la fabricacifn de placas de material
eldctricamente aislante a base de mica, que en su esencialildad
consiste en deshojar lg mics y limpiar las laminillas o escanas
que as{ se obtienen, extendidndolas en capas sobre una hoja de
papel que se slternan con capas de un material adherente, ssta-
bleclendo en dltimo término una hoja de papel y el conjunto asf
formado se somete a una accidén combinada de presidn y calor de
la que, despuds de un tiempo determinado, resultardn placas de
gran resistencia mecénica, un tanto flexibles, resistentes a2l
calor v perfectamente dieldctricas,
20,-En el procedimiento de 1s reivindicacifin 1d., el hecho de que
la fase de coceifn a presidn de la placa que se fabrics tiene
lugar zn dos parfodos de tiempo sucesivos, sin solucidén deé conti-
nuidsd, 'en el primero de los cuales la presidn alcanzs los 50 kose
pOr cm? y 1a temperatura no rehasa los 902, en tanto que en el
segundo perfodo sube la presién hasta 100 kgs. y 1la tempergtura
llega = los 1608,
3%,=E1 procedimiento de la reivindicacifn 18., en el que la plsca
fabricadsg podré ir provistz en una de sus dos caras o en ambas g
la vez de una hoja de papel o de un material laminar registente

al calore.
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492,-BY propic procedimlento en el que la plmes fabricadias de

acuerdo con 1la reivindicacifn 18,, podréd facultativamente some-

terse a una aceidn de cilindradd o calandrado en frio o en caleor

¥y a las de pulimentacidn y amcabado que eventualmente se puedgn
110 precissar,

52,-Un procedimiento pars la fabricacifn de placas de msterial

eldctricamente aislante = base de mica.

Consta 1la presente memoriw descriptive de cinco hojas foliadas

114 escritas por una sole cara.

Barcelona, 14 de NOVIENRERE de 1947,
P. A.

Juan LOR?
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